
物品等又は役務の名称及び数量 契約担当の氏名 契約締結日 契約金額(円) 契約方法 備考

画像処理用高速計算機一式 学長　森迫清貴 R5.1.19 株式会社HPCテック
東京都中央区日本橋富沢町7-
13

           9,999,000 一般競争（1社）

粉末焼結方式３Dプリンタ一式 学長　森迫清貴 R5.1.20 株式会社YOKOITO 京都市下京区柿本町588-22            9,196,000 一般競争（1社）

65nm bulk CMOS 2mm角チップ　一式 学長　森迫清貴 R5.1.18 シリコンソーシアム株式会社
兵庫県神戸市中央区伊藤町119
大樹生命神戸三宮ビル12階

           5,500,000 一般競争（1社）

備　考
（１）公表対象契約が単価契約である場合には、契約金額欄に予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価を記載する。
（２）随意契約にあっては、その理由を記載する。

　　国立大学法人京都工芸繊維大学における契約情報の公表に関する事務取扱要領に基づき、本学が行った契約の情報（随意契約のうち、本学の行為を秘密にする必要があるもの及び本学会計規程第３８条第１項第４号に
該当するものを除く支出原因契約）を本表のとおり公表する。（政府調達に関する協定が適用される契約にあっては官報に、工事関係契約にあっては文部科学省文教施設企画部施設企画課契約情報室のホームページにそれ
ぞれ掲載しているので、本表からは除いている。）

契約の相手方の氏名及び住所


